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komputerowych.

systemach




Mbzg (Procesy)

Pamiec (Przechowywanie)

Zmysty (Interfejsy 1/0)
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—0O Procesor (CPU):

Kontroluje wspotprace czesci.
Wydajnosc¢ mierzona w MHz.
"Serce" lub "Maozg" systemu.
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—O RAM:

Pamiec ulatna o dostepie swobadnym,
Zapomina dane po wyfqczeniu,

——O ROM:

Pamiec¢ tylko do odczytu (wypalana
fabrycznie). Pamieta sprzet i lokalizacje
systemu operacyjnego.,

——0O HODD / Napedy Optyczne:
Zapis trwaty, Wykorzystuje talerze
i ruchome gfowice.
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——0O Karta Graficzna (GPU):
Decyduje o rozdzielczosci
(pikselach) i odswiezaniu.

———0 Karta DZzwiekowa:
Odtwarzanie audio, gniazda
mikrofonu/MIDI.

——0 Karta Sieciowa (NIC):
tqczy z sieciq (LAN, MAN, WAN) w
celu wspotdzielenia zasobow.
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ATX (305 x 244 mm)

i MicroATX (244 x 244 mm) - 25% krotsza

-

: Mini-ITX (170 x 170 mm)

>

r

ATX (od 1995 r.):

Najpopularniejszy fundament.

Zapewnia maksimum przestrzeni na
komponenty i wydajne chtodzenie.

=

MicroATX (mATX):

Kompletna platforma w mniejszym

wydaniu, Kompatybilna wstecznie
Z obudowami ATX.

Mini-ITX:

Ekstremalna kompaktowosc do
obudow SFF. Krotsze sciezki pamieci
faworyzujq overclocking RAM, ale

gestosc uktadow podnosi koszty
produkcji.
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Kryterium YD MicroATX Mini-ITX
Sloty RAM 4 gniazda 4 gniazda 2 gniazda
Linie PCle x16 Wiele (Multi-GPU) Max 2 (blisko siebie) Tylko 1 port

Pamie¢ masowa

Wiele portow M.2, SATA

Zredukowana ilosc

Minimum (1 gniazdo M.2)

Potencjat Chtodzenia

Ekstremalny (wielkie chtodnice)

Ograniczony

Krytyczny (precyzyjny dohor)

Zarzadzanie kablami

tatwe (duzo miejsca)

Wymagajgce

Bardzo trudne

Potezna Stacja Robocza
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Przenosny PC LAN

e T B TN S B G TEEE S B D S R T S B S

R W S SR

Dyskretny Salonowy PC
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TOLERANCJA NAPIEC ATX

12 V: 11.40 V - 12.60 V (Zosila procesor i GPU)

q

11.40 V 1260 V
4,75V - 525V

4,75V .20 V
33V:314V-347V

.

0 314V 3.47V 0 150

ANATOMIA ZtACZY ZASILAJACYCH

EPS12V / P4 (4/B-pin): {PDI-E (6/8-pin):

Dodatkowe zasilanie CPU, Zasilanie dla wydajnych kart
Wersja B-pin dlo wyZszej mocy. graficznych.

(F'H MPC (24-pin):

Gtowna wtyczka phyty. Dzielona
na 20+4 piny dla wstecznej
kompatybilnosci.

Molex (4-pin):
Starszy standard (+5V i +12V)
dla dyskow ATA | wentylotoraw.
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ANATOMIA ZASILACZA (PSU) - WEWNETRZNY SCHEMAT

o] [sWAs[S[s[wds

Przetwarza napiecie przemienne z sieci (230V AC) na
niskie napiecia state (DC). Najnowszy standard: ATX 2.31.
Wtgczanie sterowane jest przez ptyte gtowna.

I) Zasilacz Impulsowy (SMPS)

T Zasadniczym elementem jest impulsowa przetwornica.
E Posiada duzq tolerancje na wahania sieci, matg wage,
g a ale wysoce skomplikowang budowe.
. ;_;‘_-__ . | :
.. ;.{'2 Kategorie Mocy Znamionowe;

| == Biurowe: <300W do 500W

| . =\ Gamingowe: 500W do 800W

© : 0 N Serwerowe: 800W do 1400W

/ il 1110
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SYMPTOMY AWARII

- Zwigkszenie/zmniejszenie napiec, niedobor mocy lub zwarcie.

- System uruchamia sie, ale nie daje sygnalu wideo.

- Zawieszanie sie podczas procedury POST (kody
dZwiekowe/btedy).

- Utrata wykrywania dyskow (HDD/DVD).

VTGV IITI I IIITITIIA
ZAGROZENIE ZYCIA: PRZEBICIE

» Nagle przebicie izolatora moze wyprowadzi¢ 230V
bezposrednio na obudowe komputera.

» Ludzkie cialo sklada sie w 60% z wody, stanowiac
idealny przewodnik pradu.

» Skurcz miesni: Chwyt wewnetrzng strong dioni
zaciska ja na obudowie. Zewnetrzna strona moze
odrzuci¢ od Zrédla porazenia.

» Zawsze uzywaj probnika elektrycznego przed
dotknieciem uszkodzonego sprzetu.

VIS




ZASILACZ Z BIERNA REZERWA (OFFLINE) UPS ON-LINE Z PODWOJNA KONWERSJA

1

' tACZNIK STATYCZNEGO
: TORU OBEJSCIOWEGO
:
1

I

|

:

: : 4
TLUMIK FILTR ~ PRZELACZNIK PROSTOWNIK INWERTER
UDAROW ZRODEL ZASILANIA (AC/DC) (DC/AC)

tADOWARKA AKUMULATOR INWERTER

AKUMULATORA AKUMULATOR
ECHNICAL | | TECHNICAI
Inwerter DC/AC uruchamia sie tylko w momencie awari. Prad jest bezustannie konwertowany do DC | z powrotem do AC.
Zalety: tanie, wysoka sprawnosc. Brak czasu przetaczania i idealna izolacja od anomalii sieci.
Wady: widoczny czas przetgczania. Wady: nizsza sprawnosc elektryczna, wydzielanie ciepta.
Stosowany w serwerowniach (>10 kVA).
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IrDA (Infrared Data Association) J Port Rownolegty LPT [i_EEE 1284] =

30°
Kat Widzenia

- Dtugosc fali: 850-900 nm. - 8-bitowa magistrala bez linii zasilajacych (poziomy sygnatow TTL).

- Potgczenie punkt-punkt. - Maksymalna dtugosc: 5m (kable skrecane), standardowo 2m.

- Warunek: Widocznosc optyczna (kat 30°), maksymalny zasieg 1 metr. - Przepustowosc: 3 MB/s w trybie ECP.

- Przepustowosc: 9,6 kb/s do max 4 Mb/s. - Uwaga: Brak Hot-Plug - odpiecie wtyczki pod napieciem niszczy uktad.
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ﬁHLt_)_t_iZENIE PASYWNE

- Zasada Konwekcji Cieplnej: Naturalne rozpraszanie ciepla.
- Plusy: Catkowicie bezgtos$ne, brak poboru pradu.
- Minusy: Wymaga gigantycznej powierzchni radiatora.
Niewystarczajace dla goracych ukladow CPU/GPU.

CHLODZENIE AKTYWNE
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- Wymuszony Obieg Powietrza: Mechaniczne tloczenie

powietrza przez zebra.

- Ztota zasada akustyki: Aby zmniejszy¢ halas, zwieksz $rednice

wentylatora i zmniejsz predkosc obrotowa (RPM), zachowujac

GET
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Rozmiar
(Form Factor)

-
@ﬁ’m Przyktad 1:
Wybierajagc ekstremalnie
maty Rozmiar (Mini-ITX)

; @ / | wysokg Moc obliczeniowq,
Zelazny Trojkqt | musisz zaakceptowac gorsze
Architektury PC: Nie mozesz . / N\ Temperatury lub ogromny hatas.
Zmienic jednego L IN A L. .
parametru, nie wptywajgc ; - N

na pozostate dwa.

Przyktad 2:

Aby uzyskac bezgtosne
Chtodzenie pasywne przy
ekstremalnej Mocy, musisz
drastycznie zwiekszyc
Rozmiar cbudowy pod
masywne radiatory.

f—T—1 |

GPU

Moc
(Wydajnoéé/Power) [

Temperatury
(Chtodzenie/Akustylka)

-

Whniosek inzynieryjny:
Budowa idealnego PC to zawsze sztuka
swiadomego kompromisu fizycznego
| termodynamicznego. ‘
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